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Introduction

Introduction

Dans le cadre de ma derniere année d’étude a I'EN'8I effectué un stagd’ingénieur pour une
période de 6 mois minimum. Afin de pouvoir mendiién mes objectifs professionnels et d'assc
ma passion de l'automobilg’ai eu I'opportunité de pouvoir réaliser ce-ci au sein du groupe Vale
équipementier mondialement reconnu ; plus préciat, au sein de la branche Lighting Syste
(VLS) sur le site de BOBIGNY en banlieue parisie

J'ai ainsi été accueillau sein de la plateforme électrque du centre de R&D dans le but
concevoir et développer un nouveau module mécarig@grant ds cartes électroniques aliment
les projecteurs a LED des voiturMon activité consistait en premier lieu &clanception et la mise ¢
plan de toutes les pieces nécessaires pour fabiguaroduit Compte tenu des besoins du projet
son évolutdn, jai également été amené a réaliser des ( thermiquesainsi que d’autres activit
décrites dans le présent rapport.

Jai eu l'occasion d'étreintégré a sein d'une équipe projet et papercevoir toutes le
problématiques de développement d’'uojet en faisant face, tous les jours, a la quadité achats
aux chés de projets, aux fournisseurs, en respectamiseming et les délais des cliel

Aprées avoir présenté brievement le groupe Valeo en pbdae attention plus particuliére a
branche VLS, je présenterdes différents travaux et missions (m’ont été confiées durant mes
semaines de stage et ma contribution au bon déneuledu projet, ainsi que les apports respecti
cette expérience entre la société et-méme.
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Présentation de I’entreprise

1. Présentationdu groupe Valeo

1.1Un équipementier automobile et poids lourd de psamier choi.

Valeo est un groupe industriel francais employal200 personnes et dont l'activité ¢
entierement dédiée a I'équipement automobile etdgpdiourd. Valeo développe, produit
commercialise des composants, systemes intégrésdeiles pour automobiles et poids lourds tar
premiére qu’en deuxiéme mor

Equipementier indépendant, Valetravaille en étroite collaboration avec les corg®urs
automobiles sur le marché de premiere monte. Védeonit aussi ses produits et services
distributeurs et centres de service indépendants pghus de cent pays pour le marché de deux
monte.

Valeo posséde une structure décentralisée, dieisonzebranches industrielles, corresponc
chacune a une ligne de produits ou systé

1.2 Quelqueshiffres du groug

Ces chiffres (jusqu'a mai20(8) concernant le groupe permettent d’évaluer lortance du
groupe dans le mona ses positions stratégiqt

Valeo, c'est :

Plus de @00 ingénieurs et techniciens en R

5,%% du chiffre d’affaire investi dans la R&

62 centres de R&

550nouveaux brevets classés en -

10 086 millions d’euros dchiffre d’affaires avec une marge brute de 15,492@0¢t
125sites de productic

61 200 salariészpartis dans 28 pe

93 nationalités

94% des sitesontcertifiés ISO 14001

74% des sites sont certifies OHSAS 1<

29 229 heures de formatienvironnementale pour les employés en :

FEFEFEEEEEEEE
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North America

Eastern Europe
Western Europe

13 Production sites

55 Production sites 1 R&D center
14 Production sites 37 R&D centers 10,480 employees
12 R&D centers 29,420 employees

6,830 employees

. m 30 Production sites
South America

_ ] 11 R&D centers
3 Production sites 8,770 employees
1 R&D center

10 Production sites 1,500 employees

4,200 employees

Fig. 1 — Implantation du groupe dans le monde

1.3 Organisation

Le Groupe s’est doté d’'une organisation décenémlfavorisant l'initiative, la responsabilisati
la motivation, ldiberté d’action et d’'innovation. Chaque branchgteenéanmoins solidaire des au
dans la mise en ceuvre de la stratégie généraleald® \Plus précisément, la structure de Vale
caractérise par trois niveaux d’organisati

L'organisation opéradinnelle : Valeo compte une branche par type de produjgsteme. Chaqu
branche contient ell;éme plusieurs sites indépendants et autonomes$eapgigisions. La branct
est I'unité clef de I'organisation et dispose dmEemble des moyens nécessea ses opérations.

L’organisation fonctionnel : Valeo possede des équipes transverses aux bgaretgequ : le
contrble financier, les ressources humaines, lgicgeljuridique, le commerce et le marketing.
technique, les commandes et la qualiles réseaux fonctionnels sont chargés du dévelopyperhde
la mise en application des méthodes et procéddeds, diffusion de I'information, du suivi projeés
gros investissements et du suivi des résuli

L'organisation géographiq : Valeo poséde des directions nationales dans chaque pays

groupe est implanté. Elles représentent le groupeéa des constructeurs et servent d’interface
le groupe et les autorités locales.

1.4 Stratégie du grou

1.4.1 Les 4 orientations Val¢

« La satisfaction du cliest est un but fondamental pour Valeo. Cet objediflal stratégie d
groupe est le premier facteur de controle et dioreement de la croissance. Valeo utilise pouwvar
a cet objectif sa méthode guatre orientatior » :
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Une présence mondialdJne présence mondiale sans cesse accrue part’dé positionnement s
'ensemble des marchés internationaux, développésergent:

Une technologie avancéeUne technologie avancée, toujours en évolutiomyrpa maitrise €
'amélioration des produits et systemes et une vation constante par I'apport de nouve
technologies.

Des colts compétitifsDes prix compétitifs permettant d'offrir les meurs prix du marché tout ¢
assurant une profitabilité nécessaire au développefatur du group

Une qualité totale Une qualité totale, de niveau international, @take sur les meilleurs standa
mondiaux, pour répondre aux attentes du client atiénre de produits et de servic—> Objectif
« Zéro défaut »

Fig. 2 — Les quatre orientations Valeo
1.4.2 La méthode & axe: » Valeo

Pour servir sa stratégie avec efficacité, Valeoettdppe avec détermination, depuis 1991,
démarche dite « 5 Axes » :

Dans un souci de cohérence a I'échelle du groupmet faciliter lacommunication entre le
différentes entités, cette méthode a été applignédaéme temps dans tous les sites du groupe Ve
doit permettre d’assurer, pour tous les produitszae, une qualité totale, des délais fiables, des
concurrentiels.

Dans le secteur automobile, la qualité est un critéreddeision majeur lors du choix ¢
fournisseurs. Cela leur permet d’établir des pariats a long terme, car chacun inscrit dans

actions la stratégie « cinq axesCes dernie sont :

L'Implication du personn: :

Dans le but de satisfaire au mieux le client, tessacteurs du projet doivent s'impliquer. C
inclut les reconnaissances des qualifications, oléion a travers la formation (les mt
compétences), en donnant a chacun les pctés d’assumer ses propres responsabilités, mas
en encourageant les propositions d'améliorationpdusonnel et la participation active dans
résolution de problemes.

Le Systeme derBduction Valeo (SP\:

e N—
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Le SPV a été concu au niveau des pits et des process pour augmenter la productilitst
basé sur la flexibilité des ressources, I'élimioatides opérations improductives et l'arrét de
production au premier défaut.

L’'Innovation constante

Valeo a congu une organisation basé« des équipes projets, composées d’'un chef projet
ou deux concepteurs/dessinateurs sous CATIA, d’emione qualité projet, d'un membre qua
achat et d'un membre méthode. Cela permet de gomaen produit, tout en innovant. Ce derr
sera dondacile a fabriquer, de bonne qualité et & un pririmum, tout en réduisant les temps
développement.

L’'Intégration des fournisset :

En intégrant les fournisseurs, Valeo profite de leapacité a innover et développe des plar
productivité mairdans la main avec eux pour assurer une qualitgracéable. De plus grace a ce
méthode, Valeo cherche & établir et maintenir éé&gtions a long terme avec un nombre limité
fournisseurs de premier plan, ce qui est profitaloler les deux parti.

La Qualité totale :

Le but de la Qualité Totale est I'entiere satistactu client. Pour répondre aux attentes du c
au niveau de la qualité des produits et servidegtteindre une Qualité Totale, Valeo doit pleinatn
continuellement et rigureusement appliquer la stratégie 5 axes. La @uBditale est mise en ceu
par I'ensemble du personnel du Groupe avec la catipg des fournisseu

THE 5 AXES

el «\'ﬁ
el

/TGN

A \T |30

Production System

involvement of Personnel

Fig. 3 — La méthodologie « 5 axes » de Valeo

10
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2.Valeo Lighting SystemsBobigny

2.1Le site de Bobigr

Le site de Bobigny, qui est un lieu essentiel dausranche Eclairage et Signalisation, puisc
comprend a la foike siege social mais aussi le Centre d’Etudes &adterche (CER) de la branc

Adresse du site :

Valeo Eclairage Signalisati

34, rue Saint André
93012Bobigny (France

Tel : 01 49 42 62 62

Le CER de Bobigny rassemble prés de 260 persormasdes experts des grands métier:
I'éclairage et de la signalisation automobile avec équipement deointe. Métiers d’optique
I'origine, I'éclairage et la signalisation ont ajpee nouvelles compétences regroupées en traislg
domaines d’activité le style, la transformation des matériaux, lacemtion de systemes optiques
optoélectroniques.

Le CER
notamment :

-rEfEfrreeere

regroupe les départements clés de la bealaiiairage et Signalisation dc

Matériaux et Proce

Prototype

Fiabilité

Optique

Standardisation

Systeme électroniq

tous les services suppc : achat, finance, commercial...
la direction nondiale

2.2Le bureau d’étuc

La gestion du cycle de vie des produits exige ypelbgie précise des projets. Les projets
R&d sont classifiés comme suiProjet P:; P2; P1 et PO. Alors que les Projets P3 et P2 retede
la responsabilité des Brares les projets P1 et PO relevent de la respoitgatbéls Division:

11

.
—

added



Présentation de I'entreprise

Client
E@J NominationJ | El J| SOF'J
Remargue : le calendrier du client peut varier
Valeo |
. Projet
Projet |

Fig. 4 — gestion des cycles de vie d’'un projet

Projets P3 Investigation de la viabilité de nouvelles idéesumpales technologies, system
fonctions,modules, composants ou logiciels ; lls sont uslipéur obtenir un premier feedback
marché. Pour favoriser la créativité, les proje@snfont pas de structure prédéterminée ni de pt
prédéterminées.

Projets P2 Création de nouveaux standardnériques validés qui seront utilisés ultérieuren
dans des projets P1. Ces standards portent swsy#émes, les modules, les composants ¢
logiciels. Les projets P2 sont structurés en 5 ¢

Projets Pt Développement d’applications clienspécifiques. lls doivent étre basés sur
standards génériques validés (P2) ou des techesladgja appliguées a la production série.
Projets P1 sont structurés en 6 ph:

Projets PQ Modification majeure sur un produit existant déapeoducion pour la (les) méme(:
application(s) clients. Les Projets PO sont esskatient focalisés sur 'amélioration de produiés
série (réduction des codts, amélioration de laitf):

Le travail est partagé entre différentes équipefets, qui gérel chacune plusieurs projets. El
sont composées en général de :

Un manager proj

Un membre quali

Un membre ach

Un membre étude mécanic
Un membre étude électronic
Un membrdiabilité

FEFEEEE

Une autre équipe indépendante contrélant la quadiggprodits est I'équipe du laboratoire, ¢
réalise les tests physi@timiques et tous les tests ne relevant pas dedeométrie. Le laboratoire €
composeé d’'une dizaine de personnes qui s'occugentests de tous les proje

lIs possedent une dizaine tuves complétées par de nombreuses machines os bentest
servant a simuler des conditions réelles et ségneles projecteurs ou sur les éléments compoks
projecteur pour étudier leur comportement ou \érifeur tenue et le respect du ca des charges
initial... Ces machines sont des machines a vibrati@nchocs mécaniques et thermiques, a plt
brouillard salin des chambres blindées électromagnétique...

12
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Préesentation du projet de stage

3.Contexte

Pour pouvoir travailler avec les principaux consteurs automobiles, des directives sont don
aux équipementiers automobiles sur les nouveaurufisy afin de satisfaire la demande. Ve

n'échappe pas a cette regle, pour développer sachéaau prs des nouveaux constructe
automobile, il a fallu développer un prodrépondant a la demande du client.

C’est dans cette optique de montrer les capacditégalisation de I'entreprise que I'on m’a cor
la tAche de la conception d’un module mécee intégrant les nouvelles cartes électroniques
performanteslimentant des projecteurs a LED (Diode Ele-Luminescente).

3.10bjectifs du proje

Ces cartes électroniques ont été déclinées ensBmsrsuivant qu'elles délivrent une puisse
de 45W,90W, ou 120W. En effet, Ces cartes ont toutes rieis ta partie connecteur d’entr
protection contres lesurtensions, filtrage du signimicrocontrdleur, connecteur de sortie en comr
Cependant leur longueur est différente suivanplabire de trasformateur qu’elle contient (1, 2 3
transformateurs de puissance).

Fig. 5 —vue de la carte électronique déclinée en troisiees.

Ainsi, ce n'est pas uproduit mécanique mais bien 3 difnts & concevoir ainsi qutous les
éléments variablgsermettant leur assemblage sur le véhicule, ark:

le boitier intégrant la carte électronique parissa

le couvercle

I'adhésif améliorant la dissipation thermir

le joint d’étanchéité surmoulé entre le boitieleatouvercle

la contrepartielu projecteusur laquelle vient se monter 'ensemble du mc

le joint torique entre le couvercle et la contréie du projecteur

le moyen d’assemblage par sertissage du prot sur lequel nous viendront sertir
carte électronique pour réaliser essais interne afin de valider le pro

FEEEEEE

13
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Adhesive tape

QU )

“~ Screw

™~ Housing

Cover Pee Sealing gasket

Headlamp gasket

/

Counterpart
Head lamp

Fig. 6 —vue éclatée du module pour le modéle a 1 transftam

3.2Travaux initiau;

Un des critéres que j'ai pris en compte dans léxctho stage a été le fait que jusqu’a aujourd’
aucun travail n'a été réalisé dans la tache quiétéaconfié me permettant de m’approprier le prej
de participer a presque toutes phases de deloppement d’un projet.

C’est ainsi que je suis parti de ce projet de lasphde I'analyse fonctionnelle pour arri
jusqu'aux phases de test des prototypes sur laipdigm thermique, la compatibili
électromagnétique (CEM),dtanchéité du prodi.. Ces tests ayant pohut de valider le produit c
d'effectuer des actions correctives notamment aeaui de la conceptiopour améliorertous les
points.

4.Support de travalil

Pour commencer le projet sur lequel je suis engehalai eu a ma disposon plusieurs outils et
documentations nécessaires a I'élaboration dudnaitécaniq :

<+ Un ordinateur de travail avec le logiciel de coritepCATIA V5.

+ Les fichiers « .dxb des cartes électroniques a inté permettant de mesurer les distances
des composants électroniqt

14
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+ Les fichiers «CADENCE » des cartes électroniques a intégrer permettanpditer sou:
CATIA les dessins 3I

+ Les cartes électroniques rée.

+ Un dossier de spécificité trées somm sur les principaux points a respecter sur le hc

+ Un ballast déja concu sur lequel j'ai pu prendre eleemple:

Il est important de noter que j'ai pu réaliser oasdules mécaniques «ollaboratiol avec les
ingénieurs électronicierggii ont conglles cartes électroniques.

15
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Design et prototypage du produit

5.Analyse fonctionnelle duproduit

5.10bjectifs

L’objectif de I'analyse fonctionnelle est d’analydes dfférentes fonctions principales et
contraintes que doit réaliser le boitier du drigeLED afin d’exprimer correctement la technolc
utilisée pour accomplir ces fonctions. Cette aralgermettra d'initialiser I'Analyse des Modes
Défaillances dédeurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) du drivarLED et de définir le cahier d
charges fonctionnel de ce derr

5.2Domaine d’analys

L'analyse fonctionnelle de ce produit se limite lsewent a module mécanique du driver a LE
(ensemble boitier + couvercle).

N’est pas compris dans I'anal : les connecteurs, I'adhésif, le PCB

Cependant, les spécificités de ces différentesepigéeront nécessaires a prendre a compte d
conception du module mécanic

5.3Les différentes phases du cycle dedu driver

Phase fabrication
Phase transport
Phase montage
Phase utilisation
Phase démontage
Phase recyclage

FEFEFEFEE

5.4Diagramme APTE
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PCB et Projecteul
Connecteurs automobile ¢
Entrée / Sorti LED

A qui le systeme Sur quoi cela a¢ ?

rend-il service?

Driver

Dans quel bt ?

Immobiliser,
protéger le PCB
et maintenir les
connecteurs liés

Fig. 7 — diagramme APTE du driver a LED

5.5Analyse fonctionnell

5.5.1 Phase fabricatic

Les fonctions principales sont :

FP1-> Doit étre démoulable facileme
FP2-> Utiliser une matiére résistante et facile a démoetileonductrice afin de servir de ma

Les fonctions de contraintes s :

FC1-> Doit se produire enrande quantité série.
FC2-> Doit permettre I'implantation du P(, de I'adhésif et des connecteurs d’entrée/s.

Environnemen
industrie

17
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5.5.2 Phase transport
Les fonctions principales sont :

FP1-> Doit étre lemoins encombrant et p fragile.
FP2-> Forme diminuant les volumes pour chaque p

Les fonctions de contraintes s :

FC1-> Garantir I'intégrité du boitier pendant les trangpoPas de pars saillantes ou fragile:

Emballage Environnemer

Elément

extérieur

5.5.3 Phase montage

Les fonctions principales sont :

FP1-> Maintenir en contact le support du projecteur airleer
FP2-> Maintenir la connexion entre les connecteurs dvedret ceux du projecte
Les fonctions deontraintes so :

FC1-> Garder I'étanchéité entre le driver et le supparjaxteur.

FC2-> Ne pas stresser le P(

FC3-> L’ergonomie du boitier du driver doit garantir Isgnce de risque lors des manipulati
elle doit considérer la répétitivité les efforts des opérations de montage. Elle dasiacomprendr
un systeme de détrompeur.

18
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Support
projecteur

Connecteur di
projecteu

5.5.4 Phase utilisatic
Les fonctions principales sont :
FP1-> Assurer la liaison entre le driver et le projeci
Les fonctions de contraintes s :
FC1- Résister aux contraintes thermis.
FC2-> Protéger et étre protégé des émissions électrortiqges

FC3-> Résister aux ambiants (poussiéres, liquide, ...)aedant le driver étanct
FC4-> Résister aux contraintes mécaniques (vibratiorsggh..)

Eléments
extérieurs

Dissipation
de chaleur

Environnemen
électromagnétiqt
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5.5.5 Phase démonta
La fonction principale est :

FP1-> Ne pas étre démonta ou I'étre difficilement pourgarder la notion de sécurité

fonctionnement.

5.5.6 Phase recyclage
Les fonctions principales sont :

FP1-> Respect de la norme, matériaux interdits. N¢: 2000/53/EC.

20
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5.6 Solutions techniquu

Fonction a assur

Phase Fabricatior

Solutions techniqur

FP1: Ne pas bloquer le moule

Mettre des dépouilles supérieures a

FP2: Utiliser une matiere résistante, facil démouler €

conductrice afin de servir de ma:

tMatériau de composition Al

FP3: Doit se fabriquer & moindre ct

Utiliser le minimum de matié

FC1: Doit se produire en grande quantité <

Moulage des piéces par injection i-
casting proces

FC2: Doit permettre I'implantation du PC

Utiliser des pions de sertissi

Phase Transpor

FP1: Doit étre le moins encombrant et peu fre

Epaisseur minimum constante de 1,t

FP2: Forme diminuant les volun

Venir au plus prés de la caélectronique

FC1: Garantir I'intégrité du boitier pendant lesngports

Aucune cbte ne doit étre saillan
Arrondir les angle:

Phase Montag

FP1: Maintenir en contact la contrepartie et leah

Systeme vis écro

FP2: Maintenir la connexiopntre les connecteurs du driver
ceux du projecteur.

Bloquer le module mécanique sul
contrepartie

FC2: Garder I'étanchéité entre le driver et la cepartie

Insertion d'un joint torique entre les de
piéces

FC3: Ne pas stresser le PCB, nicomposants électroniques

Aucun contact avec le PCB exces les
pions de sertissage pour la m: et
guidage du branchement des connes

FC4: Garantir I'absence de risque lors des manipuls, elle
doit considérer la répétitivité et les efforts dapérations dg
montage. Elle doit aussi comprendre un systemeétterdpeul

Ergonomie du boitier non coupante
basymétrique pour éviter la confusion
sens de montag

Phase Utilisatior

FP1: Assurer la liaison entre le driver et le pctgel

Systemevis écrol

FC1: Résister aux contraintes thermig

Utiliser des ailettes de dissipat

FC2: Protéger et étre protégé des émissions éteatnoétique

Créer une jupe autour du couvercle p
réaliser un blindage électromagneétic

FC3: Résister auambiants (poussiéres, liquide, ...) en garda
driver étanche.

Insertion d'un joint d'étanchéité entre
boitier et le couvercl

FC4: Résister aux contraintes mécaniques (vibrsiticimocs, . ).

Fixation serrée et boitier soli

Phase Démontac

FP1:Ne pas étre démontable ou I'étre difficilement pgarder
la notion de sécurité de fonctionnem

Sertissage du boitier empéche 1
démontage mant

Phase Recyclac

FP1: Respect de interdits. N:

2000/53/EC.

la norme, matériaux

Matériau decomposition AIS

FP2: Permettre la récupération du PCB sans trajiffieulté.

Le cisaillement des pions de sertiss
permet une ouverture facile du couve

21

e N—

added




Design et prototypage du proc

6.Description du modele congt

Avant de présenter la partie mécanique du DrivelLBD, jevoudrais décrire les principal
caractéristjues de la carte électronique. Sachant que lesueosions ne différent que par le nomr
de transformateur, nous allons nous intéresseruqu&eul cz : le modéle a 1 transformate

6.1 Caractéristiques da carte électronique

7 Eﬂ ':E l == 1. Input C.onector
_ = Q T . Protection
Ea +] a8 2 | . Microcontroller
EN . J DDE . FAN driver
= =[] . LIN driver

. Power management

. Power line

0 N o O b~ W DN PP

. Output Conector

Trou pour le passage
des pions de sertissage

Fig. 8 —Vue de dessus de la carte électronique a 1 tramsfteu
Ces trous de 3mm de diamétre sont tres prochesodgsosants électroniqu
- Input connector: Connectedientré¢ amenant I'information de commande du véhic
2 - Protection: Filtres de protecti contre les surtensiongversion de polarité, transitoir
3 - Microcontroller:Gere la stratégie globale de commg
4 - FAN driver: Hote le ventilateL.
5 - LIN driver: sert de liaison entre la commande du véhiculelit da microconidleur.

6 - Power managememASIC (applicatiorSpecific Integrated Circuipilote le transformateur suivant
les ordres du rorocontrdleul

7 -Power line: Transformateur de puissg, élévateur de tension.

8 - Output connectoConnectel de sortie relié aux LEDs.
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6.2 Caractéristiques du module mécan

6.2.1 Caractéristiques de fabricat

Afin de répondre aux attentes de l'analyse foncisile effectuée au préalable, j'congu le
module mécanique suivant :

Fig. 9 —Différentes vues du module mécanique a 1 transfwm

On peut voir sur la figur® les principles caractéristiques permettant d’assurer les ifom
principales et secondaires :

= L'utilisation de Congés sur les bords du produithpetant a la fois de ne
pas fragiliser la piecege faciliter le démoulagede réduire les risques deoupure lors des
manipulations manuelle du produit et surtout d’aegter la fiabilité de I'étanchéité du jo
intérieur qui assure la liaison boitier / couve

+ La prise en compte des angles de dépouilles lota dertie du moule, ¢
la piece. Ces ajhes sont en général de 3° mais il arrive parfoia gause des c(s critiques, on
aille jusqu'a 1,5° ce qui est la dépouille minimalennée par lefournisseur pour pouvoir
fabriquer la piece.

+ Le design d’ailettes de dissipation thermique diréduire la températul
a l'intérieur du driver lors de sa phase de fomstemen (Elle peut atteindre plus de 100°

=+ L'utilisation de pions de sertissage a lintériedur boitier pour ven
immobiliser la carte électronique, puis a I'extarielu botier (voir figure 10) pour venir mainter
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le couvercle en contact avec le boitier (contactseassuré). On peut observer que des poch
été akssinées pour que des pions puissent venir s’apulendroit ou il y aura sertissage p
contrer I'effort.

Pion de sertissage extérieul
de centrage du couvercle
rapport au boitie

Pion de sertissagé
intérieur et de centrage
du PCB par rapport au
boitier

Fig. 10 —Vue en perspective du boitier et de la carte ébeitjue

6.2.2 Caractéristiques électromagnéti

Afin d’améliorer les problemes de compatibilitéattemagnétique (CEM), j'econgu une jupe
(en orange sur la figure 1fgut autour du boitii réalisant deux fonctions principa :

=+ Augmenter la complexité de la fuite des ligneslieamps en dessinant ¢
contours complexes. Ceci permettant en quelque stetréaliser un blindage magnétique
produit (voir figure 11).

Bloc de commanc

Bloc de filtrag:

Bloc de puissant

Fig. 11 —Représentation des blocs principaux de la cartet@aique et du design du couvel
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+ Réduire la CEM entre les différents blocs de la cartdes isolants gra«
au contact de la carte électique avec le couvercle (voir figure 12).

| —— Ressorts métalliques
soudés au PCB

Fig. 12 —Vue en coupe du drivel LED et description du contact massi

6.2.3 Caractéristiques d’étanché

Pour que la carte électroniqpuisse étre garanti@ ans (durée de vie de I'ordre de 10 ans)
composants électroniques doivent étre protégé&ernonnement extérieur (projection de liquid
de poussiéres). Il a donc fallu insérer un jointreede couvercle et le boitier ai qu’entre le
couvercle et la contrepartie. Le processus dedation de joint surmoulé étant bien intégré chs;
fournisseurs de Valeo, c’est naturellement quepjie cette voie

Ainsi, on peut voir suta figure suivant (figure 13une rainure sufe contour du couverc
permettant de venir écraser de 0,5mm le joint suténsur le boitie

Joint d’étanchéit
surmoul

Boitier

Fig. 13 —Définition de la rainure écrasant le joint entrebeitier et lc couvercle
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6.2.4 Points d’amélioratio

Sur la figure 14, on peut voir le design de raigliss qui ont pour principale fonction
renforcement de la structure mais qui facilite alssprocessus d’injection de la matiére dan
moule.

Fig. 14 —Description des raidisseurs dessinés sur le coue

Un élément fondamental dans la design du couver@ la création d'un élément de guid
autour des connecteurs d'entrées / sorties derte étectronique dans le seul but d’empéche
sollicitation des composants électroniques pentiaphase d’esemblage du produit. Il faut pen:
gu’un robot vient positionner le couvercle au desdu boitier ou la carte électronique est déjaes:
Un chanfreinvient faciliter I'insertion des connecteurs darstl®us du couverc

De la méme facon, le mérdesign a été dessiné sur l'autre face du couvpnzle que le montet
qui connectera les fiches électriques ne puissseghsiter les composants de la carte électronigas
figure 15 démontre le design.

Connecteur
d’entrée / sorti

Fig. 15 —Description des éléments de guidage des connedaute couvercl
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6.3Fabrication des prototyp

Une fois le modele 3D congu sous CATIA v5 termiow peut lancer Ifabrication d’'un premie
prototype pour vérifier si les pieces congues gadsent convenableme

La premiére étape est la stéréo lithographie (frgure 16) qui a partir de la numérisation
piéces, fabriqgue un premier volume des pieces euirs de support de base pour la fabricatior
moulage par cire perdu.

Fig. 16 -Driver a LED apreés le processus de stéréo lithgdpia décliné sous les trois versii

La deuxieme étape est la fabrication en moulageciparperduou le produit final est en alliag
d’aluminium (voir figure 17). b piéct en stéréo lithographiest plongée dans un moule en pliou
'on va verser’alliage d’aluminiun. Une fois refroidie, on casse le moule en platarmpbtenir le
piece finie. Lerésultat obtenu est d’'une précision suffisante pdtectuer les premiers tests sui
produit.

Fig. 17 -Driver a LED apres fabrication en moulage par cperdu décliné sous les trois versi
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7.Mise en plan et Cotations fondonnelles

Apres la conception 3D des différentes pieces ddyit final, vient la phase de mise en plan
cotes fonctionnelles. Elle représente en quelquie $&s conditions du contrat entre le fabricanie:
concepteur. En effet, nous savons tcu’aucune piéce ne peut étre parfaite et donc tlifaposer de
tolérances a respecter afin que, quelque soiteteepen sortie de sa fabrication avec les cotésads,
on puisse I'assembler avec les autres pieces dulmatécaniqu

Sachant que lgualité totale est I'un des grands s de développement de Valeo, c’est en jol
sur les tolérances que I'on peut obtenir une poacgorme du point de vue qualité. Ceci apres ¢
effectué le calcul des chaines de cotes fonctites

8.36 0.1

7.61 0.1

1.5 %0.05 0,75 £0.8
1.45 *0.05

Fig. 18 —Exemple de calcul d’'une chaine de c6te fonctionl

Suivantles tolérances appliquées sur les différentes cotesbtient un je, entre deux piéces a
assemblergui est plus ou moins important, voir critig Le jeu en rouge sur la figure 16 représen
distance entre le bord intérieur du boitier etdedbextérieur de la jupe du couvercle. Ce jeu e
une distance minimale et maximale suivant les aoiées des cotes fonctionnelles de certaines p
des piéces (rayon du pion de sertissage, distatepian de centrage / bordure intérieure du bg
etc...)

Plus il y aura de cbte fonctionnelle, plus le j&gque d’étre important. Le calcul de ces ji
permet donc de définir les tolérances des cfonctionnelles pour garantir 'assemblage des giélu
module. Ainsi, pour faciliter et accélérer la déaar de correction des tolérances, j'ai dressé igte
des cotes fonctionnelles ainsi qu'un calcul de jertiques suivant leur valeur (voir teau en
annexe 3).

Il faut savoir que les cétes fonctionnelles ne gias prises au hasard. Elles utilisent des cot
référence qui permettent de positionner et cetdiepieces par rapport aux autres. Des exempl
mise en plan utilisant les cotesctionnelles du boitier et du couvercle sontemexe 1 et .
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Tests et analyses des prototypes

8.Tests de CENMN

8.1Description des tes

Les tests effectués €EM ont été réalisés par un expert. Deux princigasis ont été effectt :
- Onde conduiteNlesure du bruit de perturbation en retour surrfiglitation de la cai)
- Onde rayonnéeMesure du champ électromagnétique généré par e émctronique e
fonctionnementout autour du prodt)

Ces tests ont été effectués sur le module a 2foramsteurs en condition au plus proche d
réalité (carte et couvercle vissé au boidans une chambre blindée électromagnétique.

Légende : == Critére de conirmité Valeo, bande large
= Crit€re de conformité Valeo, bande étr
— Mesures des maximul
—— Mesures de la moyne

8.1.1 Onde conduite
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Fig. 19 —Courbe du gain du signal pour une bande de fréqeeec10 kHz ¢ 110 MHz.
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8.1.2 Onde rayonnée

k)
dBpvim

&0

40
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20 MM"P

iy b
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e //"f/
i, A . A -.M'-“’“‘M

UL S RN T )

0 e T VA

26MHz ) 200MHz
Fraquence Polarization: Sorizontals

Fig. 20 —Courbe du gain du signal pour une bande de frégee®c26 MHz a 300 M+

A partir de 150 MHz, lsignal n’est plus représentatif, c’est ce qu’onedipde bruit de cac.

8.2Analyse des resulte

Au vu descourbes précédentes, on peut voir que la carté¢ré@hégue st protége par le module
mécaniqueselon les criteres de conformités de Valeo. Ent,effehaque test, les mesures maxim
relevées sont inférieures a la valeur maximaleeinalre (en vert

On en conclu que le design du module mécaniquaencépox exigences du cahier des charge
par Valeo.

9.Tests thermique:

9.1 Calculs théorique

Le but de ces calculs et d'observer I'impact deligposition des ailettes de dissipation su
dissipation thermique de la carte électroni Il est a noter que lors de la modélisation, sel
phénoméne de conduction thermique a été pris eptex

En conduction pure, on a la relatiorr AT/Ry, avec R, = el
ou e est I'épaisseur de la paro) la conductivité thermique du matériau

30




Tests et analyses des prototypes

Calcul de la résistance thermique globale du systém

e sans ailettes de dissipation

Tin
PCB Rece
d Adhesive tape
/ Hous:;g <> RAdhesive
RHousing
Tout
version a 1 transformateur
Composant Conductivité Epaisseur Surface de Résistance
thermique en mm dissipation thermique
en W/m.K en cm? en K/W
PCB 5 14 5,553 0,5042
Adhesive tape 0,4 0,22 5,6 0,9821
Housing 130 15 71,45 0,0016
Résistance thermique globale 1,4880
version a 2 transformateurs
Composant Conductivité Epaisseur Surface de Résistance
thermique en mm dissipation thermique
en W/m.K en cmz en KIW
PCB 5 14 10,156 0,2757
Adhesive tape 0,4 0,22 10,2 0,5392
Housing 130 1,5 96,58 0,0012
Résistance thermique globale 0,8161
version a 3 transformateurs
Composant Conductivité Epaisseur Surface de Résistance
thermique en mm dissipation thermique
en W/m.K en cm? en K/W
PCB 5 1,4 17,414 0,1608
Adhesive tape 0,4 0,22 17,5 0,3143
Housing 130 15 121,33 0,0010
Résistance thermique globale 0,4760

Calcul de la dissipation de chaleur du systeme sans

ailettes de dissipation

Tin Tout AT Résistance Dissipation de
en T en T en K équivalente chaleur
en K/IW en W
version a 1 transformateur
50 25 | 25 | 1,488 | 16,801
version a 2 transformateurs
50 25 | 25 | 0,816 30,633
version a 3 transformateurs
50 25 | 25 | 0,476 | 52,518
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Calcul de la résistance thermique globale du system

e avec ailettes de dissipation

PCB Tin
m— e e
W Housing <— RAdhesive

RHousing
Tout
version a 1 transformateur: N = 16 ailettes
Composant Conductivité Epaisseur Surface de Résistance
thermique en mm dissipation thermique
en W/m.K en cm2 en K/IW
PCB 5 1,4 5,553 0,5042
Adhesive tape 0,4 0,22 5,6 0,9821
Housing 130 1,5 184,45 0,0006
Résistance thermique globale 1,4870
version a 2 transformateur: N = 21 ailettes
Composant Conductivité Epaisseur Surface de Résistance
thermique en mm dissipation thermique
en W/m.K en cm? en K/IW
PCB 5 1,4 10,156 0,2757
Adhesive tape 0,4 0,22 10,2 0,5392
Housing 130 1,5 244,89 0,0005
Résistance thermique globale 0,8154
version a 3 transformateur: N = 26 ailettes
Composant Conductivité Epaisseur Surface de Résistance
thermique en mm dissipation thermique
en W/m.K en cm2 en K/IW
PCB 5 1,4 17,414 0,1608
Adhesive tape 0,4 0,22 17,5 0,3143
Housing 130 15 304,96 0,0004
Résistance thermique globale 0,4755

Calcul de la dissipation de chaleur du systeme avec

ailettes de dissipation

Tin Tout AT Résistance Dissipation de
en C en C en K équivalente chaleur
en K/IW en W
version a 1 transformateur
50 25 | 25 1,487 | 16,812
version a 2 transformateurs
50 25 | 25 0,815| 30,660
version a 3 transformateurs
50 25 | 25 0,475 | 52,581
32
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Les calculs de résistances thermiques précédemtdendé que la dissipation thermique
quasiment la méme powmn boitier sans ailettes qu’'avec un boitier avdettas de dissipatic
thermique. Cela est di a la tres grande conduetiirdrmique de I'aluminiur

Ainsi, il faut réaliser des tests thermiques sur la candusieurs températures afin de calcul
rendement du systeme et de remonter jusqu'a iataése thermique globale. Ces tests dev

s’effectuer avec air flow et sans air flow (verttda). Cela pourrait expliquer que le phénomeént
convection n’est pas du tout négligeable par re@ephénomene de conducti

9.2Camera thermiqt

9.2.1 Description des tes

Un premier test thermique consiste au passageaetiaen fonctionneme nominal sans air flo
devant la caméra infrarouge dans le but de détemaguels sont les composants qui chauffent le
afin de focaliser les actions correcti\

71.2 °C
- 70

- 60

28.4

Sp1=71C | Sp2=62C [Sp3=70C | Sp4=63C
Sp5=58C | Sp6=49C |SP7=53C

Fig. 21 —module mécanique sous la caméra thern

La courbe suivante représente la température estidbonde la position de la vue en cougu
module mécanique apres 10 minutes de fonctionneemeodndition nominal
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39.3 °C
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9.2.2 Analyse des résulte

Comme la logique le veubn peut voir sur la figure 17 qic’est le transfanateur qui chauffe |
plus,ainsi que les transistors qui lui sont proc C’est donc sur cette partie qu’il faudra se cores
pour dissiper la chaleur.

La courbe de la figure 18 révele que les aileteeglidsipation sont plus froides que la surfac
contact avec le PCB. Ceci s’explique :
- par le fait que leur plusrande surface en contact avec |'aggipe plus facileme.
- par le fait que I'épaisseur de matiere au niveas dglettes est plus importante donc
conduction est plus len

9.3Conclusion

Si I'on veut observer 'effet des ailettes, il faai effectur les mémes tests avec un driver
LED sans ailette pour pouvoir comparer directenentésultat:

Les calculs ne prenant en compte que le phénomeneodduction ne suffisent pas p
comprendre [l'utilisation d'ailettes (qui s'avere2dr utile d’apré I'expérience Valeo). Il faudra
pouvoir prendre en compte le phénoméne de convedtot la dissipation de chaleur se calcule p
formule suivante :

¢ =k.AT avec k=1/hc + 1/hf + kK,

ou k est la résistance thermique globale (convectioorduction), hcle coefficient de transfe
convectif de la zone chaudd,celui de la zone froic et Ry la résistance thermique de conduci
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Travaux secondaires

10. Calcul d’étancheéité

10.1 Présentation du prod

Contrepartie

Z
y 52,
, . L. Joints
Extérieur Intérieur

Fig. 23 —présentation du ballast 7green et de sa contrég

Ce produit représente le ballast 7Green qui alimdes projecteurs au xénon des voitu
L'ensemble boitier couvercle vient visser sur la contrepartie. Un joint assure I'élefite entre i
ballast et la contrepartie ainsi qu’entre le bowiele couvercl

Piece Matiere Module d'Young | Coefficient de Poisso
Boitier Aluminium 3277 MPa 0,3t
Couvercle Aluminium 3277 MPa 0,3t
Joint d’étanchéité |Elastomér 0,65 Mpa 0,4t
Contrepartie |Plastique 3800 Mpa 0,3t

Le but de cette simulation est de comparer legtsfie pression maximum a appliquer sur
pions de sertissages pour résister a la forceottefnent de ces pioiddesa la pression du joi entre
le boitier et le couvercle (déplacement du joinOde+ 0,1 mm’

Afin d'étre efficace, le joint doit avoir une congssion comprise entre 15 % et 45 % de sa-
nominale.Les tolérances des cotations fonctionnelont calculées en conséquenAinsi, pour les
trois valeurs de compression du joint (déformatitinimale, maximale, nominale) on va simuler
déplacement sousATIA (module Generative Structural Analysis Stataf)n d’obtenir la valeur de |
force a apliquer pour obtenir ce déplaceme

10.2 Resultats du calcul théoric
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Gap/

—-
Firiction 4

»
a
»

Couvercle

////////// L ////////// ///////////I //////////,

Boitier

Avant sertissage Apres sertissage

Fig. 24 — représentation de I'action de sertissage
Il existe une relation entre la force de pressionodu pur le couverclF, et la force de pressic
minimale appliquée aux pions de sertissage. LorBgnese place a la limite du glissement, la fodex

friction (force de pression du joint sur le couvercle) égdlésforce de résistance au déchiremer
couvercle par rapporugboitier. On peut alors écrire la relation suie :

Fp = f-SIateraI pin E[ V-Fcrimping / (Spin E) - Gap / I—]

avec -E =le module d'Young de l'alliagd’aluminiumdu module mécaniqt
- f = le coefficient de frottement alliageluminium/ alliage aluminium
- v =le coefficient de Poisson de I'alliage d’alumini

10.3 Résultats de simulatis

Le modeéle utilisé pour la simulation de I'écrasetdnjoint est le suivar

Translational displacement magnitude.1
mm

0,619

I 0,557
0,495
0,433
0,371
0,309

I 0,248
0,186
0,124

I 0,0619
0

On Boundary

Fig. 25 —modéle utilisé pour la simulation du déplacemeniaifot
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Les résultats de la simulation sont répertoriés dautableau suiva :

Unités SpéC.IfICItéS Valeurs Résultat]
fournisseur
Epaisseur minimale du joint mm frm=19¢
Epaisseur nominale du joint mm lL=22
Epaisseur maximale du joint mm L, =24t
Surface du joint en contact mm?2 S =578,1
Pire Cas: Compressiorminimale
Jeu de compression minimale mm AL =0,4
Compression minimale % 15 AL/L v = 1€ OK
Force minimale a appliquer N fFm = 95,¢
Pression minimale a appliquer MPa P, =F./S=01
Cas nominal
Jeu de compression nominale mm AL =0,5
Compression hominale % 25 AL/L =23 OK
Force nominale a appliquer N fF =121,
Pression nominale & appliquer MPa [P=F/is=0,
Pire Cas: Compressiomrmaximale
Jeu de compression maximale mm AL = 0,6
Compression maximale % 45 AL/L , = 31 OK
Force maximale a appliquer N fIFv =148,
Pression maximale & applique MPa Pv = Fu /S = 0,2

10.4 Résultats des tests en condition re

Afin de corréler les résultats obtenus par simatativec la valeur réelle de la force a applic
pour mettre le couvercle en contact avec le jaimmsulé et le boitier, j'ai effectué une demandt

test donta figure 22 présente les résult
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Ballast 7G cover / housing
-800

-700

-600

-500

-400

Charge (N)

-300

-200 /

; _Z
| )

0oo 7:7(;1 " 02 03 04 05 .06 ballast 2
' ha ' - o e e ballast 3

Deplacement (mm)

Fig. 26 —Résultat des tests de compression effectués ssibmthast:

La courbe précédente nous fournit la valeur dehage a appliquer pour que le couvercle at
en butée avec le boitiden effet, le point de cassure de la courbe indouee nous sommes en but
Il suffit de relever la valeur de la force corresgarte.

Ainsi, on peut lire que les efforts pour venir ande avec la contrepartie sont compris entre 1
et 180 N alors que la simulation donne entre 95 W58 N. L'erreur de simulation est donc 18%
sachant que le module d’Young utilisé pouisimulation differe quelque peut de celui du matéi
réel.

Le tableau suivant récapitule les valeurs de laefode pression du joint du boitier sur
couvercle :

Poissonfl Friction Fo Fo Fo max
. . Spin SIateral pin .
ratiov || ratio f theoretical | practical | Simulated

5000N] 0,33 [ 0,2 [6,16 mm?24,6 mm{ 172, 7 N] 180N] 150N

I:sertissag
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Conclusion

Conclusion

Au cours de ce projet de fin d’étude, j'ai eu poptunité de réaliser intégralement le mo
meécanique intégrant les cartes électroniques ptamet’alimenter les projecteurs des voitL Aprés
la conception numérique des pieces et leur misplam aprés le calcul des chaines de coétes
cotation fonctionnelle, aprés la réception desotypes et apres les tests réalisés sur eux, riéste
que la validationdes tests thermiquepour pouvoir faire passer le projet du driver deDLE la
fabrication sérieAinsi, les principaux objectifs du stage fixésiamiment ont été attein

En @ qui concerne le calcul thermique sur 'augmeatate la dissipation de chaledue aux
ailettes, I'expérience montrgu’elles permettent une diminution de températwed’'ardre de 10°C
méme si je n'ai pas encore eu le terde réaliser les tests nésases pour s’en assurer. En ce
concerne la CEM, le test est trés concluant edesiggn mécanique du module répond aux exige
de la norme Valeo.

Les travaux menés en parallele de ma mission paleji comme le calcul de la force minimal
appiquer sur le couvercle pour assurer une eétanchgiitéjoint, m’'ont permis de mettre
confrontation les résultats théoriques, pratiguesimulés.Si la simulation a une erreur de 1
environ, c’est que le calcul effectué sous CATIAa rpas été fait da les meilleures conditior
(maillage pas assez fin de la piéce car sinonltailcétait trop long). Cependant, le résultat tighee
est trés satisfaisant (erreur de 4% par rappartéalité)

Une partie plus implicite que j'ai effectué duram sage concerne la gestion des fourniss
avec lesquels j'ai été amené a travailler. Le feahgle données au format adéquat pour qu'il ynai
bonne compréhension du travail est important ééagalement a ma charge. Toutes ces déme
ont été mengs dans un environnement internatii améliorant et me confortant dans la pratique ¢
langue anglaise.

D’un point de vue plus personnel, j'ai grandemeagracié la liberté d’action mais aussi le sou
et la discussion des résultats pour mieux r surles probléemes posés. Un facteur appréci
également dans une structure telle que celle deovt le budget pour le développement de proje
est important. Ainsi, j'ai pu obtenir des prototgp@pidement apres la fin de la conception. Dee
facon, on peut voir le travail de recherche etal&ceptionse concrétiser et prendre forme devant
yeux.

Au niveau de la vie sociale intra entreprise, §galement beaucoup appris, et c’est plus m
plus averti que je ressors de ce sl
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Annexe

Annexe 1: Plan de définition des cotes fonctionnelles boitier
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Annexe

Annexe 2: Plan de définition des cotes fonctionnelles couvercle
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Annexe

Annexe 3 :tableau de calcul des jeux critiqu

Hum* de | Cote nominale Tule_r:an[:e (en mm) L ocalisation Commentaire
la cite {en mm) min | max ~
HOUSING
Bordure bas cate bas du housing §Faxe pioh de
Hi 78,5 -0,2 04a Page 1 centage du PCH
H2 1,6 -0.1 0z Page 1 Fayondu pion de centrage du PCB
Bordure bas cité gauche du housing [ axe pion de
H3 ar -0,05 0,1 Page 1 centage du PCH
) entrade pion de centrage intédeur f pion intéheur
H 19,5 0,02 0,02 Page 2 libre. (projeté sur le plan gauche-droite)
) entraxe pion de centrage intéieur § pion intédeur
o 0171 ! ! Page 2 libre. {projeté sur le plan hautbas)
H& 1,445 03 15 Pare 4 Fayondu pion de centrade du Cover
) Bordure bas coté bas du housing fae pion de
Hr aord 0,1 0z Fage 4 centage du Cover
i Bordure bas cité gauche du housing [ axe pion de
Ha 36,026 0.4 04a Page 4 centage du Cover
Ha 1,6 -0,01 00s Page 4 Rayon du pion intérieur libre
H10 1,445 01 15 Pare b Rayon du pion extérieur libe
) entraxe pion de centrace extérieur ! pion extérieur
H11 74,1 0,05 0.05 Page libre. (projeté sur le plan hau-bas)
i entraxe pion de centrage extérieur ! pion extérieur
H12 44,1 ! ! Page b libre. (projeté sur le plan gauche-droite)
) entrade pion de centrage extérieur f pion de centrage
H13 86, 0,01 0,05 Page 7 intérieur. {projeté sur le plan haut-has)
FProfondeur de surface en contact Housing Cover [
HT4 10,8 0.1 0,6 Fage 8 surface de contact Housing Adhesive tape
i entraxe pion de centrage extérieur / pion de certrage
H15 1 0,04 0.05 Fage 10 intérieur. (projeté sur le plan gauche-droite)
hauteur de la surface au fond de la rainure § surface
H16 8,8 -0.01 0,05 Page 13 en contact avec 'adhesive tape
ADHESIVE TAPE
Al 21 -0 0z Fage 1 Rayon du trou du pion de centrage interisur
AZ 75 -0,0% 005 Page 1 Cité bas ! ae du pion intérieur de centrage
A3 36,5 1] 0z Pace 1 Cite gauche f axe du pion intérieur de centrage
) entrade des trous de pion centrage intérieur § pion
Ad 0,17 0.5 0.5 Page 2 intérieur libre. {projeté sur le plan haut-bag
) entraxe des trous de pion certrage intérieur S pion
Ad 19,5 0,04 0,04 Page 2 intérieur libre. (projeté sur le plan haut-bas
AR 21 01 03 Page 2 Fayondu trou du pion libre
A7 0,22 01 0,5 Page 8 gpaisseur dadhésit
PCB
F1 1675 -0.02 0oz Pare 3 Rayon du trou du pion de centrage intérieur
P2 1A -1 1 Page 3 Coté bas ! e du pion intérieur de centrage
F3 ] 03 05 Pace 3 Cite gauche §axe du pion intérieur de centrage
entraxe des trous de pion certrage intérieur S pian
P4 70,171 -0.1 0.2 Page 5 intérieur libre. {projeté sur le plan haukbasg
entrade des trous de pion centrage intérieur / pion
P4 19,5 -0.4 0.5 Page 5 intérieur libre. (projeté sur le plan haut-bas
PE 1,75 -0,045 00a Page 5 Fayondu trou du pion libre
. axetrou du pion de certrage intérieur f cdté bas du
i 25,152 ! ! Page7 connecteur d'entrée
Pa 1.4 03 04 Page & epaisseur du PCH
P4 1,74 -0,1 nz Pane & Hauteur des ressorts de masse
P10 1 3432 0.4 0.5 Page § axe trou du pion de_cerrtragemteneurfcnte hasdu
connectedr de sortie
P11 16,5 01 02 Page 10 axe du trou du pion dg centrage interieur f cote droit
du connecteur de sodie
P17 56,35 01 06 Page 1 axe du troud du pion de centrage interieur S cdte haot
du tansformatedr
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Mom du | Jeux nominal Tolérance (en mm) _— .
. - Localisation Commentaire
jeux (en mm) min | max
Hnusing-ndhesi\m tape
JHA1 1 0,4a0 1,840 Fage 1 Jeux entre 'adhésif et la bordure du bas du housing
JHAZ 1 0,450 1.400 Page 1 Jeux gntre I'adhésif et la bordure de gauche du
housing
JHAS 1 3410 Page 2 Jeux gntre Iadh.em.f et un pion intérieur libre du
housing en projection sur le plan haut-has
JHAd 1 0.690 1,660 Page 2 Jeux gntre Iadh.em.f et un pion intérieur libre d.u
housing en projection sur le plan gauche-droite
Hnusing-PCB
JHP1 1,075 | SO 2,595 Page 3 |Jew:entre le PCB et la bordure du bas du housing
JHFZ 1.075 0,305 0,395 Page 3 Jeux gntre e PCH et la bordure de gauche du
housing
JHF3 0,225 0.405 1,505 Page 5 Jeux gntre le F'QEI gt un pion interieur likre du
housing en projection sur le plan haut-has
JHF4 0,225 1.085 0.825 Page 5 Jeux gntre le F'QEI gt un pion interieur likre du.
housing en projection sur le plan gauche-droite
Huusing-tmr
JHC 0,403 1,208 FPage 4 Jeux entre le PCH et la bordure du bas du housging
JHCD 0,508 0,328 Page 4 Jeux gntre e PCH et la bordure de gauche du
housing
JHCS 0.2 0.750 Page 6 Jeux gntre le F'QEI gt un pion interieur likre du
housing en projection sur le plan haut-has
JHCA 0.2 2100 Page 6 Jeux entre e PCB et un pion interieur likre du

housing en projection sur le plan gauche-droite

Les calculdes jeux reprennent les valeurs des cotes déclaréesdemme
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Résumé

J'ai effectué ce stage de finétude,au sein de la plateforme électronique du centrB&B de
Valeo Lighting Systemdans le but deconcevoir et développer un nouveau module mécal
intégrant des cartes électroniques alimentant legegteurs a LED des voitures. Mon actiy
consistait en premier lieu a t@nception et la mise en plan de toutes les piaéesssaires po
fabriquer ce produitCompte tenu des besoins du projet et de son éen|ytai également été amen:
réaliser des essais thermiguaiisi que d’autres activités décrites dans legmtrappor

Aprés avoir présenté brievement le groupe Valeo en pbuas ttention plus particuliere a
branche VLY Valeo Lighting Systen, je présenteraikes différents travaux et missions m’'ont été
confiées durant mes 32maines de stage et ma contribution au bon déneuakedu projet, ainsi gt
les apports respectifie cette expérience entre la société etméme.Tout cela en mettant I'acce
sur I'environnement automobile.

Abstract

I have done my internship of 6 month dura, at the electronic platform inside the researath
development center of Valeo Lighting System groump,order to conceive and develop a r
mechanical module integrating electronical boaap$ting energy for LED front lighting of cars. M
activity was in first time, to design in 3D all necessary pathen, to draw the plans for manufactui
of prototypes. In second timé,had also to make some thermal tests and EMC testheck the
product and other application described in thiore

After a brief presentation of the company, with a particudétention to VLS division (Vale
Lighting System), | will present the different warland mains projects, which was given to me
along of my internship. | will say what | was albéebring as acknovedges and skills, and what w
benefit for both my professional and personal eepee. All the description will keep an eye
automotive environment.
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